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General Storage Conditions — Allgemeine Lagerungsbedingungen

We recommend the following conditions for

the storage of our components

Keep always in original packing.

Keep devices always in a clean and dry
environment.
Temperature
Axial taped components: +5°C to +30°C
Components in carrier tape: +5°C to +40°C
Humidity

30% to 60% RH
Shelf Life

Unlimited, referring to the characteristics and
reliability of the products.

3 years after manufacturing, referring to the
solderability.

2 years after manufacturing, referring to the

adhesion of the tape for axial taped components.

Wir empfehlen die folgenden Bedingungen
fiir die Lagerung unserer Bauteile

Lagerung in der Originalverpackung.

Lagerung durchgehend in trockenen und
sauberen Raumen.
Temperatur

Axial gegurtete Bauteile: +5°C bis +30°C

Bauteile im Blistergurt: +5°C bis +40°C

Luftfeuchte
30% bis 60% rF
Lagerfahigkeit

Unbegrenzt, betreffend die Eigenschaften und
Zuverlassigkeit der Produkte.

3 Jahre nach Herstellung, betreffend die
Lotbarkeit.

2 Jahre nach Herstellung, betreffend die Haftung
der Gurte bei axial gegurteten Bauteilen.
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